Shenzhen A




	一、设备介绍
	洗金搪锡机主要功能是将需要焊接的IC引脚上的保护镀金层去除，去除保护镀金层后清洗IC，并检测IC引脚上锡情况，区分产品NG还是OK。
	二、主要应用范围
	1.实现IC、QFP、SOP、QFN、DIP类型器件的去金和搪锡;
	2.电阻、电容元件；
	3.最小适用引脚间距0.3mm
	三、设备配置

